TECHNICKY LIST

Mékka pajka:

Slitina: S-Sn95,5Ag3,8Cu0,7
Norma: CSN EN ISO 9453 slitina ¢. 713

Zakladni charakteristika:

Eutekticka bezolovnata slitina pouzivana zejména v elektronice a elektrotechnice kdy je vyZzadovana

teplotu tani ze vSech slitin SnAgCu. Vyznacuje se dobrou smacivosti, vysokou mechanickou pevnosti
a odolnosti vUici tepelnym cykliim. Bezolovnata alternativa SnPb pajek. Slitina splfuje pozadavky
smérnice RoHS.

Fyzikalni a chemické vlastnosti:

Ag obsah: 3,6 — 4%

Cu obsah: 0,5 - 0,9%

Sn obsah: zbytek

Teplota taveni (liquidus/solidus): 217°C
Hustota: 7,5 g/cm3

Elektricka vodivost: 7,5 Q mm?2

Doporucena pracovni teplota: 260-320°C

Dodavané tvary a baleni:

Tvarené tyce:
24x13mm — délka 350mm (tvarena)

Jiné tvary, rozmeéry Ci baleni po dohodé.

Skladovani a Manipulace:

Skladovatelnost je 5 let od dodani pfi skladovani v suchém (max. vlhkost 70 %) prostfedi pfi teplotach
od 5 do 25 °C.

Bezpecnost:

Pouzivejte s dostatenym vétranim a vhodnymi osobnimi ochrannymi pomdckami. VeSkeré specifické
informace pro pfipad nouze naleznete v bezpecnostnim listu.



